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4列Board to BoardコネクタFB175B5シリーズの紹介

当社の技術力を生かした高密度Board to Boardコネクタの開発により、モバイル・ウエアラブル端末の
設計自由度を向上させることでモバイル・ウエアラブル端末の発展に貢献します。

■SDGs17 目標に該当するポイント
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面積を従来品から約30%削減し、限られたスペースでの設計自

由度を向上させています。

また、3.5Aまで通電可能なメタルキャップを備えており、嵌

合時の樹脂破損を防止するとともに、過酷な使用環境下でも信

頼性の高い接続を実現するため、金属部の面積を拡大して強度

を高めています。さらに、「インナーメタルアーマー構造」*を採用

し、高い耐久性を確保しています。

「FB175B5シリーズ」は、超高密度設計と高信頼性を両立し、次

世代モバイル･ウェアラブル機器の可能性をさらに広げる新たな

コネクタソリューションとして、今後の多様な機器開発に貢献し

ます。

モバイル･ウェアラブル端末のさらなる小型化・高機能化が進

む中、電子機器内部の省スペース化および高機能化に伴う配線

数の増加に対応するため、コネクタの小型化･高密度化のニーズ

が高まっています。

こうした市場動向を受け、当社は新たに4列構造を採用した

超高密度Board to Boardコネクタ「FB175B5シリーズ」を開発しま

した。

従来の2列構造から4列構造へと変更し、嵌合ピッチが従来

の0.35mmから0.175mmに半減。

嵌合ピッチを半減しているものの、従来品と同じ実装ピッチ

を維持しているため、従来品と同等の実装性を確保しています。

これにより、信号コンタクト64芯相当において基板上の占有


